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１．概要（Summary） 
 昆虫（ハムシ）は水中で歩行することが可能である。その

メカニズムはハムシが接着性剛毛を先端に有し、剛毛部

に存在する気泡を利用することで実現しているが明らか

になっている。このメカニズムを実装技術へ応用展開する

ことを目的に水中接着機構の開発を行った。具体的には、

シリコン基板上の特定部位に気泡を有することが可能な

疎水性処理基板を作製し、微小チップ（疎水性）を滴下す

ることで、気泡部位へ自発的に微小チップが配列する基

板の開発を行う。本研究では、シリコン基板上にアライメン

ト確認用電極パターン形成と部分的疎水処理を実施した

基板作製を行った。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
超高速スキャン電子線描画装置、レーザー直接描画装

置、マスクアライナ、ヘリコンスパッタ装置、コンパクトスパ

ッタ装置 
【実験方法】 
超高速スキャン電子線描画装置とヘリコンスパッタ装置

あるいはコンパクトスパッタ装置を用いて、セルフアライメ

ントを確認するための電極構造マスクを作製した。電極構

造は、微小チップとの導通確認と位置決め精度を検証で

きるように、引き出し電極とコンタクト部を持つ設計とした。

マスクアライナで電極構造のフォトリソグラフィーを行い、

Cr/Au の電極形成を行った。その後、微小チップを配置

させる部位のみを化学修飾するために、再度フォトレジス

トを塗布して 3.6 mm 角のサイズで 4 箇所にレーザー描

画装置で露光を行い、現像して基板表面を露出させた。

この基板をオクタデシルトリエトキシシランの希釈溶液に

浸漬させ、露出した基板部位のみに疎水性処理を行っ

た。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
Fig. 1が作製した Si 基板である。基板の 4箇所に疎水

性処理を行った結果、この部分の撥水性が非常に強いこ

とを確認した。また、プローブ電極にて導通結果を確認し

たところ、十分な導電性が確認された。このことから金電極

部分には疎水性試薬がさほど吸着せず、撥水性と導電性

を兼ね備えたセルフアライメント基板を作製することが可

能となった。今後、水中における微小チップの配列実験に

て配列可能なチップサイズや配列精度等の検証を行う。 
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Fig. 1 Self-alignment substrate treated with 
hydrophobic material 


